
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 

关于深圳丹邦科技股份有限公司 

2019 年年报问询函相关问题的核查意见 

 

深圳证券交易所中小板公司管理部：  

根据贵部 2020 年 7月 3 日《关于对深圳丹邦科技股份有限公司

2019 年年报的问询函》（中小板年报问询函【2020】第 318 号）要求，

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”

或“我们”）对相关问题发表核查意见： 

一、 2019 年，你公司实现营业收入 3.47 亿元，同比增长 1.04%。

截至报告期末，你公司应收账款账面价值为 2.79 亿元，较期初上升

20.15%，占当期营业收入 80.40%，占流动资产比例为 62.21%。2019

年，你公司应收账款周转率为 1.36，较上年同期下降 22.29%，远低

于同行业平均水平。请你公司： 

【问题】（四）结合公司坏账准备计提政策以及期后回款情况，对

比分析同行业公司坏账计提政策，并说明报告期末你公司应收账款坏

账准备计提的充分性，请年审会计师核查并发表明确意见。 

企业回复： 

1、公司除个别认定外，坏账准备计提政策与同行业公司比较列

示如下： 

账龄 本公司 弘信电子 方正科技 中京电子 风华高科 

1 年以内 5% 0%、5% 按行业预期 2% 5% 



上述比对可以看出，公司应收账款坏账准备计提政策与同行业基

本一致，与行业各公司的计提比例无明显异常，本报告期期末，根据

客户信用状况等因素计算预期信用损失率对应收账款计提坏账，我们

认为坏账计提是充分的。 

2、公司 2019 年期末应收账款余额期后回款情况列示如下（单位：

万元）： 

项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 

应收账款期末余额 29,487.38 24,531.44 16,913.62 

期后回款金额 13,431.16 24,531.44 16,913.62 

期后回款比例 45.55% 100% 100% 

注：截至 2020 年 6月 30 日，2017 年和 2018 年应收账款余额基本收回，2019 年应收账

款余额回收 45.55%，与各年相比，回款情况属于正常。 

综上所述，公司应收账款坏账计提政策与同行业上市公司基本一

致，应收账款历史回款良好，未发生应收而无法收回的款项，产生坏

账风险的可能性较小，故本公司认为本期应收账款坏账计提政策与同

行业比谨慎合理，本年度应收账款坏账准备计提充分。 

会计师意见： 

1-2 年 10% 10% 
信用损失率

计提坏账 
10% 10% 

2-3 年 30% 30% 30% 20% 

3-4 年 50% 100% 50% 50% 

4-5 年 80% 100% 80% 80% 

5 年以上 100% 100% 100% 100% 



我们已阅读公司上述回复，基于我们对公司 2019 年度财务报表

所执行的审计程序，没有发现公司的上述回复与我们在审计过程中获

取的审计证据在所有重大方面存在不一致之处。此外，我们已将该事

项作为关键审计事项在审计报告中作了详细的披露。 

三、报告期末，你公司无形资产余额为 1.57 亿元，较期初增加

14.56%；本期你公司未对无形资产计提减值准备，专利权减值准备期

初余额为 507.54 万元。请你公司： 

【问题】（一）说明非实体性无形资产的形成过程，入账价值的确

认依据及公允性，并分析其在你公司生产经营中的实际利用价值。 

企业回复： 

1、无形资产形成过程 

（1）土地使用权形成过程：深圳丹邦 T401-19 号土地使用权是

公司 2002 年 2 月从深圳特区对外经济发展股份有限公司转让获得，

面积 9,999.40 平方米，土地等级为四级，土地用途为工业用地，使

用年限为 50 年，购买金额人民币 488.55 万元；广东丹邦宗地号

1935030100045 土地使用权是公司 2011 年 4月 27 日经东莞市国土资

源局批准从广东东邦科技有限公司购得，面积 59,964 平方米，土地

用途为工业用地，使用年限为50年，购买金额人民币3,544.04万元。 

（2）专利技术都是公司自主开发向国家专利机构申请获得的发

明专利，具体见附表（无形资产明细表）。 

2、入账价值的确认依据及公允性 



无形资产专利技术入账价值即为公司研究开发该专利技术及获

得该项技术专利证书所发生的资本化支出，可准确计量的，具体见附

表： 

无形资产明细表（单位：万元） 

序号 专利号 
项目 

名称 
原值 累计摊销 

资产减

值准备 
余额 

生产实际

应用情况 

1 
20141031

8877.5 

一种对柔性印刷线路板起

支撑加强作用补强板 
647.17 70.11 - 577.06 

FPC 印制

板制备 

2 
20131006

5308.X 

一种微孔填充用导电银胶

的制备方法 
494.92 169.10 - 325.82 

FPC 印制

板制备 

3 
20031011

1758.4 
一种无肼刻蚀液 1155.75 797.12 126.89 231.74 

FPC 印制

板制备 

4 
20041002

2029.6 
UV 固化可剥离压敏胶膜 1155.75 777.65 126.89 251.22 

FPC 印制

板制备 

5 
20071007

3734.2 

耐热可剥离微粘性压敏胶

膜及其制造方法 
494.26 - - 494.26 

FPC 印制

板制备 

6 
20141031

8433.1 
一种铜表面粗化剂 435.01 65.25 - 369.76 

FPC 印制

板制备 

7 
20181021

9485.1 

一种无胶粘剂型柔性覆铜

板及其制备方法 
393.24 24.17 - 369.07 

FPC 印制

板制备 

8 
非专利技

术 

半加成法制作微细线路技

术 
341.73 49.84 - 291.89 

FPC 印制

板制备 

小计 5,117.83 1,953.24 253.78 2,910.82  

9 
20131006

5807.9 

介电复合物埋入式电容膜

及埋入式电容膜的制备方

法 

512.07 174.96 - 337.11 
COF 产品

制备 

10 
20131006

5814.9 

一种各向异性导电胶添加

剂及其制备方法 
553.01 188.94 - 364.06 

COF 产品 

制备 

11 
20141010

9941.9 

一种柔性基板弯折设备及

方法 
466.63 136.10 - 330.53 

COF 产品 

制备 

12 
20141011

7867.5 

用于制备钡金属茂合物原

料制备方法 
466.20 135.98 - 330.23 

COF 产品 

制备 

13 
20141012

9714.2 

具有弯折多芯片封装柔性

电路基板及其制造方法 
534.53 155.91 - 378.63 

COF 产品 

制备 

14 
20141013

6822.2 

钽源前驱体及其制备方法

和 TaN 薄膜电阻制备方法 
471.25 135.48 - 335.77 

COF 产品 

制备 

15 
20141014

3973 

一种多芯片嵌入式柔性电

路板及其制造方法 
518.77 149.15 - 369.62 

COF 产品 

制备 

16 
20031011

0798.7 

一种潜伏性固化剂制造方

法 
1,155.75 797.12 126.89 231.74 

COF 产品 

制备 



17 
20031011

1843.0 

用于芯片搭载及封装电绝

缘树脂浆 
1,155.75 797.12 126.89 231.74 

COF 产品 

制备 

18 
20101017

4932.X 

多叠层多芯片封装路在柔

性电路基板上方法及封装

芯片组 

483.94 460.43 - 23.51 
COF 产品 

制备 

19 
20131006

5294.1 

碳胶内埋电阻浆料及碳胶

内埋电阻材料制备方法 
495.01 169.13 - 325.88 

COF 产品 

制备 

20 
非专利技

术 
超薄芯片的柔性封装技术 593.22 89.80 - 503.42 

COF 产品 

制备 

小计 7,406.13 3,390.12 253.78 3,762.24  

21 
20101016

5877.8 

一种柔性封装载板焊盘金

手指制作方法 
430.51 197.70 - 232.80 COF 基板 

22 
20111005

8890.8 

一种硅树脂其乳液涂料两

者制备方法及涂层 
446.73 197.31 - 249.43 COF 基板 

23 
20111006

0617.9 

一种电沉积型光致抗蚀剂

及其制备方法和成膜方法 
419.53 185.29 - 234.24 COF 基板 

24 
20181018

6303.5 

柔性封装基板用碱显影感

光阻焊油墨技术 
449.43 54.31 - 395.12 COF 基板 

25 
20181018

6303.5 

一种嵌入式微细线路柔性

封装基板及其制作方法 
360.29 24.43 - 335.86 COF 基板 

26 
20131014

3430.4 

一种用于 COF 耐高温压敏

胶膜及其制备方法 
452.65 181.06 - 271.59 COF 基板 

小计 2,559.14 840.10 - 1,719.04  

27 
20181130

8540 

聚酰胺酸溶液制备方法及

透明聚酰亚胺薄膜制备方

法 

647.44 24.28 - 623.16 

PI 膜产品

开发及生

产 

28 
20131014

4099.8 

新型透明聚酰亚胺薄膜其

前聚体以及其制备方法 
482.55 162.86 - 319.69 

PI 膜产品

开发及生

产 

29 
20131014

4111.5 

用于软膜覆晶封装聚酰亚

胺薄膜及其制造方法 
489.41 165.17 - 324.23 

PI 膜产品

开发及生

产 

30 
20161075

5401.7 

一种高介电性的聚酰亚胺

/二氧化钛纳米片复合薄

膜及其制作方法 

108.01 16.45 - 91.56 

PI 膜产品

开发及生

产 

31 

20161090

6916.2 

 

一种聚酰亚胺厚膜或超厚

膜制备方法 
581.07 21.58 - 559.49 

PI 膜产品

开发及生

产 

32 
20181033

3298.6 

耐电晕聚酰亚胺薄膜制备

工艺开发 
219.00 19.16 - 199.83 

PI 膜产品

开发及生

产 

33 
20181033

3314.1 

黑色聚酰亚胺薄膜制备工

艺开发 
255.54 22.36 - 233.18 

PI 膜产品

开发及生



产 

34 
非专利技

术 

一种简单混合制备可溶性

聚酰亚胺/石墨烯纳米带

复合材料制备方法 

70.85 10.79 - 60.06 

PI 膜产品

开发及生

产 

小计 2,853.87 442.65 - 2,411.20  

35 
20161012

5008.X 

柔性聚酰亚胺制备石墨烯

薄膜及其制备方法 
491.15 94.14 - 397.01 

碳化膜产

品开发及

生产 

36 

20161012

5484.1 

 

热塑性聚酰亚胺膜碳化复

合膜及其制备方法 
606.96 116.33 - 490.62 

碳化膜产

品开发及

生产 

37 
20161070

1057.3 

PI膜制备多层石墨烯量子

碳基半导体材料及其制备

方法 

479.10 106.82 - 372.28 

碳化膜产

品开发及

生产 

38 
20191005

5344.5 

一种聚酰亚胺厚膜和量子

碳基膜及其制备方法 
419.30 12.23 - 407.07 

碳化膜产

品开发及

生产 

小计 1,996.51 329.52 - 1,666.98  

39  
土地使用权 

（深圳丹邦） 
488.55 188.83 - 299.72 

经营 

场所 

40  
土地使用权 

（广东丹邦） 
3,544.04 641.01 - 2,903.03 

经营 

场所 

小计 4,032.59 829.84 - 3,202.75  

合计 23,966.07 7,785.47 507.56 15,673.03  

据上表所示，各专利技术均为与公司生产经营相关，系生产经营

所必须的专有技术，均有实际利用价值，为未来公司发展提供了实实

在在的技术保证，技术的不断创新、专利技术的综合应用，不仅增加

了公司产品品种、提升了公司产品质量，同时扩大了公司与新老客户

合作空间，稳定了老客户，发展了新客户等。高岛、卡西欧、欧姆龙、

新捷、信浓等 FPC 系列订单都是新专利技术应用后新增的高技术订单，

2018年新产品订单为490万美元，2019年新产品订单为780万美元。 

会计师意见： 

我们已阅读公司上述回复，基于我们对公司 2019 年度财务报表



所执行的审计程序，没有发现公司的上述回复与我们在审计过程中获

取的审计证据在所有重大方面存在不一致之处。 

【问题】（二）结合你公司生产经营情况、相关技术用途及使用计

划、市场价格等情况，详细列示无形资产减值的具体测算过程，并说

明本期未计提减值准备是否合理。 

企业回复： 

相关技术专利明细情况如下：（单位：万元） 

专利技术用

途 
账面价值 

2019 年生产经营情况 

专利使用计划 
产品市场价格

情况 
收入 成本 

销售 

毛利 

FPC 印制板

制备*1 
2,910.82 7,602.54 4,501.62 3,100.92 长期有效使用 基本保持稳定 

COF 产品制

备*1 
3,762.24 11,173.07 6,334.99 4,838.08 长期有效使用 基本保持稳定 

应用于 COF

基板*1 
1,719.04 15,269.41 8,661.78 6,607.63 长期有效使用 基本保持稳定 

应用于 PI膜

产品生产及

开发*2 

2,411.20 166.86 184.47 -17.61 长期有效使用 基本保持稳定 

碳化膜产品

开发及生产

*3 

1,666.98 - - - 长期有效使用 基本保持稳定 

合计 12,470.28 34,211.88 19,682.86 14,529.02 
  

*1、该类专用技术是公司的传统业务，报告期内，公司持续强化

主营传统业务柔性印制电路板的高端路线，提升技术含量高、应用领

域相对高端的差异化产品的生产，进一步提高对客户的配套能力，提

高与原有市场及客户的合作深度和广度，在原有客户基础上，追踪下

游行业应用趋势，拓展行业中领先的其他客户，增强客户的多样性，



提升市场占有率； 

*2、公司的 PI 膜产品从逐步减少相应的 PI 膜原材料外部采购，

到自产 PI 膜的自用基本上覆盖公司对 PI 膜原材料的需求。2017 年 8

月公司 PI 膜量产，当年实现销售收入 992 万元，2018 年实现销售收

入 1,338 万元，FPC 主要材料 PI 膜的对外采购逐步减少，2018 年开

始实现了自产自给，大大地降低了产品生产成本，毛利率从 2017 年

的 35.86%逐年提高到 2019 年的 42.47%，提高了 6.61 个百分点；利

用 PI膜专利技术，在确保常规 PI 膜生产的基础上，不断加大研发力

度和技术投入，先后完成了 PI 超厚膜生产工艺的固化，并生产出了

一定数量的优质厚膜，规格分别有 100μ m、110μ m、120μ m、130μ

m、140μ m、150μ m、160μ m、170μ m 等。100μ m 以上的 PI 厚膜技

术壁垒较高，制备及量产工艺难度非常大，目前生产厂家及市场销售

较少。公司已掌握 PI 膜领域的核心技术与工艺，可以将满足自用以

外的 PI 膜对外销售。 

*3、公司利用量子碳化合物厚膜相关专利技术研制生产出了 100

μ m、120μ m、140μ m 等量子碳化合物厚膜。该产品主要性能指标通

过第三方测试，能够满足高端产品的性能要求，可广泛用于 5G 智能

终端、5G 基站、汽车电子的散热材料，柔性显示基板，柔性太阳能

电池基板，固态电池的电极极片以及高频电子电路基材等，且效率远

远大于传统产品，有广阔的市场前景，为公司产业转型提供了坚实基

础。公司碳化膜产品，“TPI 薄膜碳化技术改造项目”的客户认证工

作进入后期阶段，公司在产品认证进展与下游客户保持密切的沟通和



接触的同时，提升项目产品工艺、稳定性及交付能力，为实现规模化

生产、产品早日进入市场提供有效保障。 

4、无形资产减值测试 

对于使用寿命有限的无形资产，如果有明显的减值迹象的，期末

进行减值测试。减值迹象包括以下情形： 

（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造

经济利益的能力受到重大不利影响； 

（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，剩余摊销年限内预

期不会恢复； 

（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用

价值； 

（4）其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 

（5）对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。 

综上所述，公司的无形资产之专利技术均为公司创新型专利技术，

是公司同类产品研发、生产的技术保障，公司的专利技术在技术寿命

的期间内通过销售收入实现无形资产的价值，我们根据企业会计准则

对公司无形资产进行了减值测试，2019 年末公司无形资产没有出现

减值迹象，所以本期未计提减值准备是合理的。 

会计师意见： 

我们已阅读公司上述回复，基于我们对公司 2019 年度财务报表



所执行的审计程序，没有发现公司的上述回复与我们在审计过程中获

取的审计证据在所有重大方面存在不一致之处。 

【问题】四、报告期内，你公司研发投入 4,211.27 万元，同比

增长 18.51%；研发人员 127 人，同比下降 21.12%；资本化的研发投

入占研发投入的比例为 38.40%。请你公司列示报告期内资本化研发

投入涉及的项目情况，并结合同行业可比公司资本化的情况，说明你

公司资本化比例的合理性，研发项目投入资本化会计处理是否符合

《企业会计准则》的相关规定。请年审会计师核查并发表明确意见。 

企业回复: 

1、报告期内资本化研发项目情况 

序号 项目 
开发支出

（万元） 
研发内容 项目进展 

1 

PI 超厚膜（d＞

125μ m）生产工

艺开发 

380.49 

开发出具有自主知识产权的PI

超厚膜生产工艺核心技术并实

现产业化。产品性能满足高频、

高密度柔性封装基板对材料的

特性要求。 

2017 年 12 月立项，

2019 年 8月完成研发，

该项目已结题验收，并

完成技术总结报告，正

在进行专利申报。 

2 

远红外辐射加热

技术在新型透明

聚酰亚胺薄膜固

化工艺中的应用 

405.34 

开发出具有自主知识产权的远

红外辐射加热技术在新型透明

聚酰亚胺薄膜固化工艺的核心

技术并实现产业化。 

2019 年 3月立项，2019

年 9 月完成研发，该项

目已结题验收，并完成

技术总结报告。 

3 

白色聚酰亚胺光

学薄膜研制与开

发 

271.92 

开发出具有自主知识产权的白

色聚酰亚胺光学薄膜研制技

术，并实现产业化 

2017 年 12 月立项，现

仍在开发阶段。 

4 

离子交换法实现

PI 树脂表面直

接电镀工艺研究  

242.74 

开发出具有自主知识产权的以

离子交换法实现 PI 树脂表面

直接电镀工艺核心技术，并实

现产业化 

2018 年 8月立项，现仍

在开发阶段。 

5 

导电聚酰亚胺薄

膜的制备及性能

研究 

123.77 

开发出具有自主知识产权的导

电聚酰亚胺薄膜制备核心技

术，并实现产业化。 

2018 年 12 月立项，现

仍在开发阶段。 

6 
用于 3D 打印的

PI 粉末耗材制
193.28 

开发出具有自主知识产权的用

于 3D 打印的 PI 粉末耗材制备

2018 年 12 月立项，现

仍在开发阶段。 



备工艺开发 工艺核心技术，并实现产业化。 

2、同行业公司研发支出的情况             (单位：万元) 

时间 本公司 弘信电子 方正科技 中京电子 风华高科 

2019 4,211.27 9,193.25 30,368.11 8,401.63 14,431.98 

3、同行业公司资本化的情况              (单位：万元) 

时间 本公司 弘信电子 方正科技 中京电子 风华高科 

2019 1,617.03 - 2,632.01 11.18 69.15 

公司资本化的研发投入占研发投入的比例为 38.40%，公司开发支

出资本化比同行业公司高的原因是公司近年来研发投入重点放在公

司上游产品 PI 厚膜研发及 PI 膜延伸产品的开发上。随着近年来微电

子和集成电路产业的飞速发展，促进了具有耐热性好、化学稳定性佳、

机械性能好、介电性能优异等突出的超厚聚酰亚胺薄膜快速的发展。

在不久的将来，超厚聚酰亚胺薄膜将会广泛应用于各种电机、特种电

器、耐高温 FPC 基材、扁平电路和扬声器音圈骨架等领域。 

PI 超厚膜是量子碳化合物厚膜的主要原材料。量子碳化合物厚膜

是一种具有前瞻性的新型材料。它具有高密度、高导热系数、高储热

功能、高均热效果、不掉粉尘、无离子迁移等特点，可广泛用于 5G

智能终端、5G 基站、汽车电子的散热材料，柔性显示基板，柔性太

阳能电池基板，固态电池的电极极片以及高频电子电路基材，产品附

加值较高，具有广阔的市场需求。在激烈的市场竞争中，先进技术决

定了广阔市场的制高点，决定了产品的定价权。 



2019 年度，公司在通用型 PI 膜生产的基础上，继续向 PI膜功能

化方向展开研究，不断丰富 PI 膜产品的品种、扩大应用领域，满足

市场多元化需求。同时，也非常重视中间工艺、新技术、非薄膜形态

产品以及 PI深加工产品方面的研究与开发。 

4、本期资本化的判断依据以及会计处理 

根据企业会计准则及相关规定，内部研究开发项目开发阶段的支

出资本化的条件是： 

1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； 

2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；  

3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资

产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部

使用的，能证明其有用性； 

4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资

产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； 

5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 

公司将开发项目划分研究阶段和开发阶段。其中：1）研究阶段

为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、

研究活动的阶段。内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入

当期损益。2）开发阶段为在进行商业性生产或使用前，将研究成果

或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进

的材料、装置、产品等活动的阶段。内部研究开发项目开发阶段的支



出，归集于研发支出科目，符合条件的予以资本化，不符合资本化条

件的计入当期损益。在项目提交专利申请且收到实审通知之日起转入

“无形资产”科目分项目进行核算。 

公司根据企业会计准则相关规定对内部研究开发项目的研究阶

段和开发阶段进行了严格的划分，会计处理符合企业会计准则的相关

规定。 

会计师意见： 

我们已阅读公司上述回复，基于我们对公司 2019 年度财务报表

所执行的审计程序，没有发现公司的上述回复与我们在审计过程中获

取的审计证据在所有重大方面存在不一致之处。此外，我们已将该事

项作为关键审计事项在审计报告中作了详细的披露。 

【问题】五、报告期末，公司预付款项余额为 194.87 万元，其

中 92.56%的账龄为 1 年以内，前五名合计余额为 152.59 万元。请你

公司说明预付款涉及的具体业务模式、预付对象具体情况、与公司是

否存在关联关系、预付的必要性、相关交易是否具有商业实质、是否

存在被关联方变相占用公司资金的情况。请年审会计师核查并发表明

确意见。 

企业回复： 

预付款项余额构成情况及是否存在关联关系       (单位：元) 

单位名称 金额 用途 

占预付款项

总额的比例

（%） 

与 本公司

关系 

往来单位一 585,746.04 
预付设备维修款

及配件采购款 
30.06% 非关联方 



往来单位二 576,000.00 
预付银行贷款担

保费 
29.56% 非关联方 

往来单位三 30,000.00 
预付银行贷款担

保费 
1.54% 非关联方 

往来单位四 137,434.59 预付材料采购款 7.05% 非关联方 

往来单位五 120,000.01 预付材料采购款 6.16% 非关联方 

往来单位六 106,691.61 工程预付款 5.47% 非关联方 

往来单位七 63,600.00 
预付UL品质认证

费用 
3.26% 非关联方 

往来单位八 51,111.12 预付材料采购款 2.62% 非关联方 

往来单位九 47,418.80 预付材料采购款 2.43% 非关联方 

往来单位十 31,346.20 预付材料采购款 1.61% 非关联方 

合计 1,749,348.37  89.76%  

2、预付业务的具体情况及必要性 

2019年预付公司往来单位一设备维修款及配件采购款58.5万元，

占比 30.06%。为了确保生产设备正常运行，公司定期或不定期从该

公司采购必要的设备零配件，或将价值较高且有维修价值的部件返给

厂修理，预付零配件采购款及设备维修费用是合同义务； 

为了补充流动资金，较快地从中国邮政储蓄银行股份有限公司深

圳北华强支行（以下简称深圳邮政银行）、交通银行股份有限公司深

圳分行（以下简称深圳交通银行）获得低息且可贴息流动资金短期借

款，经三方协商，2019 年 12 月公司分别与深圳交通银行达成了 1,000

万元由往来单位三提供担保的一年期流动贷款，先预付评审费等 3万

元；与深圳邮政银行达成了 3,000 万元由往来单位二提供担保的一年



期短期借款，合同约定在贷款承办过程中先预付评审担保费 57.60 万

元。全部业务已于 2020 年 3月结清； 

其他预付单位都是公司的基础材料供应商。 

综上所述，公司报告期末的预付款项不存在关联交易，与客户的

业务具有客观合理性，无变相占用公司资金的情况。 

会计师意见： 

我们已阅读公司上述回复，基于我们对公司 2019 年度财务报表

所执行的审计程序，没有发现公司的上述回复与我们在审计过程中获

取的审计证据在所有重大方面存在不一致之处。 

 

 

 

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 

2020 年 7 月 15 日 
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